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Abstract (en)
A sealing unit (8) comprises a sealing plate (11) with heated active surface and back plate (9), die cutting unit (16) with die cutting knife (15), and
counter plate for making die cuts at selected locations in the planar substrate material in the region of the applied plastic foil. The sealing plate has
set(s) of raised and depressed regions on its active surface. A sealing unit comprises a sealing plate with heated active surface and back plate, die
cutting unit with die cutting knife, and counter plate for making die cuts at selected locations in the planar substrate material (1) in the region of the
applied plastic foil (7). The sealing plate generates heat and pressure to the substrate material during the sealing process. It has set(s) of raised
regions (14) and depressed regions (13) on its active surface facing the back plate and the location of the depressed regions in the sealing plate
corresponds to the location of the die cutting knife, so that cut is made at the selected positions in the substrate material where, because of the
depressed regions of the sealing plate, there is reduced heating of the substrate material and associated laminations.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Siegeleinheit (8) zum Aufbringen einer Kunststoffolie (7) auf ein flächiges Substratmaterial (1) mittels Wärme
und Druck mit einer Siegelplatte (11) mit aktiver Oberfläche und einem relativ zu dieser bewegbaren Gegenbacken (9), wobei der Siegeleinheit
(8) eine Stanzeinheit (16) mit Stanzmesser (15) und Gegenplatte (21) zum nachfolgenden Einbringen von Stanzschnitten (6) an ausgewählten
Stellen in das flächige Substratmaterial (1) im Bereich der aufgebrachten Kunststoffolie (7) nachgeschaltet ist. Um die Siegeleinheit (8) der eingangs
beschriebenen Art so zu verbessern, daß an den Stanzschnitten nicht mehr Fasern, weder aus dem Trägermaterial noch aus dem Kunststoff
herausgerissen werden, sondern saubere Schnitte ohne Überstände entstehen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß die Siegelplatte (11)
der Siegeleinheit (8) an ihrer aktiven, dem Gegenbacken (9) zugewandten Oberfläche erhabene (14) und vertiefte Bereiche (13) hat und die Lage
der vertieften Bereiche (13) in der Siegelplatte (11) der Lage des/der Stanzmesser/s (15) entspricht, so daß der/die Stanzschnitt/e (6) an den
ausgewählten Stellen dort in dem Substratmaterial (1) zu liegen kommt, wo infolge der vertieften Bereiche (13) der Siegelplatte (11) nahezu keine
Erwärmung des Substratmaterials (1) mit seinen Beschichtungen erfolgte. <IMAGE>
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